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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unter lag en entnommen 

SoS 2Ur Herstellun9 von scheibenartigen Substraten, wie beispielsweise 

Bei bekannten Fertigungsanlagen sind die einzelnen 
ProzeK-Maschinen relativ weit auseinanderl iegend an 
Transport-Co nveyoren angeordnet Fur das Bearbeiten 
und Transportieren der Substrate werden eine Vielzahl 
von verschiedenartigen Hand! ingssyste men verwendet. 
Bei der neuen Vorrichtung und dem Verfahren wurde eine 
sehr kompakte Anlage mit einem Minimum an Handlings- 
systemen konzfpiert, welche die Produktion dieser Sub- 
strate auf schonendste Weise unter Reinraumbedingun- 
gen eriaubt. 

Das Substrat (4) wird mittels eines E ntna hm eg e rates aus 
der Spritzgufcmaschine (1) entnommen und auf Substrat- 
aufnahmen, welche auf einem Kuhlrad angeordnet sind, 
aufgesetzt. Die Substrate (4) takten nun einmal oder je 
nach Ausfuhrung des Kuhlrades mehrmals rundum, urn 
auf eine wohldefinierte ProzeStemperatur abzukuhlen, 
bevor sie an der Input-Station (6) der Multilayer-Metali- 
siermaschine (12) ubergeben werden. Die beschichteten 
Substrate (4) werden nachfolgend mittels nur eines Sub- 
stratwechsel-Handlings (7) von der Multilayer-Metalisier- 
maschine (12) entnommen und in den LackierprozeStopf 
(11) des Lackier-lnspektionsmodul (10) abgegeben. Die 
nachfolgende Trocknung der Schutzlackschicht und die 
Inspektion der Substrate ist ebenfalls aufcerst kompakt in 
das Lackier /lnspektionsmodul (10) integriert. Die fertig 
behandelten Substrate werden in der Output-Position (9) 
abgegeben. 

Die Vorrichtung und das Verfahren kann generell zur Her- 
stellung von scheibenartigen Substraten wie Informati- 
onstrager, ... 
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Bcschreibung 

Vorliegcndc lirfirulung be I riff 1 cine Vorrichlung und cin 
Verfahren zur TTerslcllung von scheihenarligen Subslralcn in 
dcr Dalcnspeichcrlcchnik bc/.ichungsweise von Informal i- 5 
onstragcrn welche voin Tinlnahmegeral der SprilxguBma- 
schinc ohnc jeglichc Zwischcnh and lings dirckl millets cincs 
Kuhlrad- Kondilioniersystems uhcrnoiiimcn und an die 
nachfolgcndcn Mciallisicrpro'/cssc abgegeben werden kon- 
ncn und nach dcr Mclallisicrung mil nur cincm Subsiral- 10- 
Wcchsc [handling direkl in das nachgcschaltete Schulz- 
Lackicr-/Inspcklionsmodul abgegeben werden konncn. 

Auf dein Gebiel der Dalcnspcichertcchnik werden bci- 
spielswcise scheibenartigc Substrate bzw. In format ionstra- 
ger wie die CD, DVD, CD-RW, MD, MD-MO entlang von 15 
FertigungsstraBen verschicdenen Bcarbeitungsprozessen 
unlerworfen. Dabei wird in dcr Regel von einer SpritzguB- 
nmschine das gcsprilzlc Subsiral mitlcls Enlnahmcgcrat und 
Zwischenubcrgabe-IIandling an die BcarbeitungsstraBc 
ubergeben, wobei bei spiel sweise in seillich angeordnclen 20 
Bearbeitungsstationcn wie die Beschichlungsmaschinen fur 
die Mclallisierung, die Schuizlackierung, das Qualilalspruf- 
syslern und dergleichen, die Informationslrager bearbeilet 
bzw, konfeklionierl werden. Dabei gill es insbesondere jeg- 
liche Subslralbeschadigung moglichst zu venneiden und die 25 
Kontainination der zu produzierenden Substrate mil 
Schmulzpartikeln auf cin Minimum zu reduzieren. 

Dabei hal sich nun gczeigt, daB die Herslellung und 
Handhabung dcr Substrate insbesondere der relaliv neu am 
Markl erhalllichen Dalenspeicher wie die DVD (Digilale 30 
Versililc Disc), MD-MO (Minidisc-Mangel-Optical) und die 
CD-RW (CD-Re Writable) bezuglich Subslrat-Kondiiionie- 
rung, Konlaminationsrisiko und Substratverletzungsgefahr 
durch die Handhabung mittels Automat ions komponenten, 
wahrend dem BearbeitungsprozeB und Transport, wahrend :« 
der einzelnen HersiellprozeB-Schritte sich auBerst krilisch 
auf die erreichbare Subslrat-Qualitat auswirken kann. 

Zur Realisierung der erwahnlen Vorrichtungen und Ver- 
fahren wird in bekanntcn Vorrichtungen vorgeschlagen, daB 
die Substrate millels Zwischenubergabehandling vom Enl- 40 
nahmegerat der SpritzguBmaschin&entnommen und auf li- 
neare oder runde Transport -Con veyoren abgegeben werden. 
Die weitere Zufuhrung der Substrate zu den einzelnen Bear- 
beitungsprozessen, welche jeweils seillich an den Transport- 
Con veyoren angeordnet sind, wie das Metallisieren, Lackie- 45 
ren, Inspizieren erfolgl jeweils mitlel eines oder durch meh- 
rere pro ProzeBmaschine zugeordnete Ubergabe- Handlings, 
wobei der Nachteil besreht, daB einerseits durch die Auf- 
spallung des Produkteflusses und die Anhaufung von Auto- 
mations-Handhabungsgeraten die Gefahr der Beschadigung 50 
und Kontainination relativ hoch ist. Zudem wird ftir diese 
Verfahren eine wesentlich groBere Produkuonsgrundflache 
benotigt. 

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
eine Vorrichtung und ein Verfahren der beschriebenen Art 55 
zu schaffen, mit welcher auf einfachste Art und Weise Sub- 
strate auBerst schonend, mit einem moglichst geringen Kon- 
taminationsrisiko und der notwendigen erforderlichen Sub- 
statkonditionierung mil moglichst wenig Substratumsetzun- 
gen auf moglichst kleinslem Raum hergestellt werden kon- 60 
nen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch eine Vorrich- 
tung insbesondere nach Anspruch 1 gelost. 

Die Funktions weise der erfindungsgemSBen Vorrichtung 
ist in dcr bcilicgcndcn Fig. 1 dargcstcllt und wird nun nach- 65 
folgend beschrieben. 

ErfindungsgemaB wird eine Vorrichtung und ein Verfah- 
ren vorgeschlagen, in welcher die Substrate auf schonendste 



► 349 A 1 

2 

Weise mil cincm Minimum an Bcruhrung durch ITandha- 
bungskomponcnlen und mit dcr erforderlichen notwendigen 
Kondilionierung in der notwendigen Reinumgebung herge- 
slellt werden konncn. Das Transport icrcn und Kondilionie- 
ren der Subsirale erfolgl auf nur einem Kuhlrad. Ilicr/.u wer- 
den die Substrate dirckl ohnc jeglichcs Zusaty.handiing vom 
lint nahmegerat der SpritzguBmaschine auf die Subslratauf- 
nahmcn des Kuhlradcs aufgesetzl. Zur oplimalen Kondilio- 
nierung kann nun das Subsiral ein- oder mehnnals rundum 
get ak let werden, bevor es wiedcrum dirckl ohnc wci teres 
Zwischenhandling von der selbcn Substrataufnahme der 
nachfolgenden Mclallisiermaschine ubergeben werden 
kann. 

Die erfindungsgemaB beschriebene Vomchlung und das 
Verfahren hat im Vergleich zu den bekannten Vorrichtungen 
und Verfahren den Vorleil, daB das Subslrat nur jeweils ein- 
mal bei der Ubergabe von der SpritzguBmaschine und bei 
dcr Mclailisicrmaschinc und nachfolgcnd von dcr Mclalli- 
siermaschinc zum Lac kier-/Inspekt ions modul umgesctzt 
wird und somil die minimalslen Beschadigungsrisiken bic- 
let. Durch das Minimum an Handlinssystcmen und der Me- 
chanik wird das Konlaminationsrisiko, verursacht durch 
mechanischen Abrieb, Turbulenzen auf ein Minimum redu- 
ziert. Zudem kann gleichzeitig die Konditionierung der Sub- 
strate auf dem Transporl-Kuhlrad realisierl werden. 

Bevorzugte Ausfuhrungsvarianten der erfindungsgemaB 
definierten Vorrichtung sind in den Anspriichen 2-8 charak- 
terisiert. 

Die Erfindung wird nun beispiels weise unler Bezug auf 
die beigefugte Fig. 1 naher erlautert. 

Die Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Herslellung von scheibenartigen Informationsiragern in 3D- 
Darstellung. 

Millels Entnahmegerat 2 werden die Substrate 4 aus der 
SpritzguBmaschine 1 direkt auf die Substrataufnahmen ei- 
nes daneben angeordneten Kiihlrades 3 aufgesetzt und nach 
ein- oder mehrmaligem Rundumtakten, bei gleichzeuiger 
Konditionierung mittels Konditioniersystem 5 auf eine 
wohldefinierbafe Substrattemperatur gebracht, bevor die 
Substrate 4 wiederum direkt ohne jegliches Zwischenhand- 
ling vom Kuhlrad 3 in der Input -Position 6 in die Multi- 
layer-Metallisiermaschine 12 eingespeist werden, nachdem 
zuvor ein Substrat-Wechselhandling 7 das beschichtete Sub- 
strat aus der Multilayer-Metallisiermaschine 12 an der In- 
putposition 6 entnommen und dem nachgeschalteten 
Lackier-ZInspektionsmodui 10 zugefuhrt hat. Die Substrate 
4 werden vom Substrat-Wechselhandling 7 von der Multi- 
layer-Metallisiermaschine 12 direkt in den LackierprozeB- 
topf 11 abgesetzt und nach der Trocknung und Inspektion 8 
direkt auf den Output 9 gebracht. 

Die Funktions weise der erfindungsgemaB in der Fig. 1 
dargestellten Vorrichtung wird nun nachfolgend beschrie- 
ben. 

Die Substrate 4 werden in der SpritzguBmaschine 1 her- 
gestellt und mittels des in der SpritzguBmaschine 1 inte- 
grierten Entnahmegerates 2 auf die Substrataufnahmen, 
welche rundum auf dem Kuhlrad 3 angeordnet sind, aufge- 
setzt. In der tjbergabestation wird die Substrataufnahme 
entspannU so daB keinerlei mech. Verletzung enlstehen 
kann. Nach erfolgtem Aufsetzen des Substrates wird das 
Substrat mittels Vakuum oder mittels mech. Spann- bzw. 
Halteelemente gehalten. Das mit horizontaler Drehachse an- 
geordnete Kuhlrad 3 kann je nach Bedarfsfall mil einer Viel- 
zahl von Substaraufnahrnen versehen werden, wobei sich 
durch die Anordnung dcr Elcmcntc die Moglichkcit crgibt 
die Substrate 4 ein- oder mehrmals rundum zu takten urn die 
gewiinschte definierbare Konditionierung, welche mittels 
eines integrierten Konditioniersystems 5 erzeugt wird, zu 
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crhaltcn. Die Kondilionierung wird bcispiclswcisc mill els 
ionisierlcr, rein gcfillcrler Lull b/.w. Rcinlufliibcrdruck, cr- 
/cugl. An dor rnpul-Posilion 6 dcr Mullilayer-Metallisier- 
maschine wird das Subslral 4 auf dcr Suhslralaufnahmc sit- 
zend, niillcls cincs Nubclciucnl.es, in die Ubcrgabcposition 5 
/.ur Mclallisicrmaschinc gcbrachl. Somil isl es moglich das 
Subslral ohne zusatzlich noiwcndigcs Umsetzen, niillcls 
wcilcrer I landlingssystcmcn, dirckl in die Muliilayer-Mclal- 
lisiermaschine 12 /.u ubergeben. Die mciallisiericn Sub- 
siralc 8, wclchc aus dcr Multilayer-Metallisiennaschine 12 10 
via Inpui -Position 6 vom Substral-Wechselhandling 7 ent- 
nommcn werden, werden nachfolgend dirckl in den Lackicr- 
prozeBlopf 11 des Lackicr-/Inspcktionsmoduls 10 abgesctzl, 
mil Schulzlack benctzl, abgeschleudert und nachfolgend ge- 
trocknet. Nachfolgend wird das Subslral in dem vollinte- 15 
grienen Inspcklionsmodul qualitalsgepruft und uber den 
Output. 9 auf ein Speichersystem ausgegeben. 

Aufgrund dcr Funktionsbcschrcibung dcr Vorrichtung 
und des Verfahrcns dcr Fig. 1 ergibt sich nun deutlich, daB 
sich die Reinhall ung und Kondilionierung dcr Substrate, mil 20 
dem vorgeschlagencn System, die groBtmogliche Schonung 
der Substrate, die optimale ProzeBumgebung und Substral- 
temperatur erreichen laBt. 

Bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung handeltes sich 
nur urn ein Beispiel, urn den Grundgedanken der vorliegen- 25 
den Erfindung naher zu erlautern. Selbstverstandlich kann 
die erfindungsgemaB definierte Vorrichtung auf x-beliebige 
Art und Weise abgeanderL, modifiziert oder durch weitere 
Komponenten erganzt werden. WesenUich isl, daB die Sub- 
strate mittels des Entnahmegerates der SpritzguBmaschine 30 
direkt ohne wei teres Zwischenhandling auf eine Substrat- 
aufnahme eines Kuhlrades aufgesetzt werden und nachfol- 
gend wiederum ohne jegliches zusatzliches Handling direkt 
von den Substrataufnahrnen des Kuhlrades an die Metalli- 
siermaschine weitergegeben werden konnen, wobei die me- 35 
tallisierten Substrate mittels eines Substrat-Wechselhand- 
lings auf das nachfolgende ProzeBmodul fur die Lackierung 
und Inspektion abgegeben werden kann. 

So isl es auch unwesentlich, ob es sich urn eine Vorrich- 
tung oder ein Verfahren fur die Herstellung von CD, DVD, 40 
CD-ROM, CD-R, DVD-R, DVD-RAM, CD-RW, MD, MD- 
MO und, oder dergleichen, oder generell um scheibenartige 
Informalionstrager handelt. Auch die angedockten ProzeB- 
maschinen, oder ProzeBmodule, welche fur die Herstellung 
der verschiedenartigen Substrate benotigt werden, sind un- 45 
erheblich. Die beschriebene Erfindung ist geeignet fiir die 
Herstellung irgend welcher runden, scheibenartigen Me- 
dien. 
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und dirckl in den vollintcgriericn LackierprozcBiopf 
(ll)dcni Lackier- und rnspcklionsmcxiul (10) uberge- 
ben werden. 

2. Vorrichtung, inshesondcre nach Anspmch 1. ria- 
durch gekennzeichnet, daB die Subslrale (4) vom Itnl- 
nahincgcrai (2) von dcr SprilzguBniaschinc (1) dirckl 
ohne ein Zwischenhandling auf cin nachfolgcndcs 
Kuhlrad (3) ubergeben werden konnen. . 

3. Vorrichtung, insbesonderc nach Anspruch 1. da- 
durch gckcnnzcichnel, daB die Substrate (4) welche auf 
den Subslrataufnahmen des Kiihtrades (3) silzen, direkt 
ohne ein wcileres Zwischenhandling in die nachfol- 
gende Muhilayer-Mctallisiermaschinc (12) an deren 
Input -Position (6) ubergeben werden konnen. 

4. Vorrichtung, insbesondcre nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Kuhlrad (3) eine Viel- 
zahl von Substataufnahmeposiiionen aufweisen kann 
und jc nach Erfordcrnisscn die Substrate (4) cinmal 
oder mchrmals zur Kondilionierung rundurn Lranspor- 
liercn kann. 

5. Vorrichtung, insbesonderc nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Substrate (4) wahrend 
des Transportierens auf dem Kuhlrad (3) in einem ge- 
kapselten reinen Raum mittels Konditioniersystein (5) 
konditioniert werden konnen. 

6. Vorrichtung, insbesonderc nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, daB die metallisierten Substrate 
(4) von der Input -Posit ion (6) dcr Multilayer-Melalli- 
siermaschine (12) mil nur einem Substral-Wechsel- 
handling (7) ubernommen und direkt in den Lackier- 
prozeBtopf (11) ubergeben werden konnen. 

7. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, daB die nachfolgenden Prozesse 
Schutzlackierung (11) und Inspektion (8) in einem 
kompakten Lackierer-/Inspektionsmodul (10) nachein- 
ander angeordnet sind. 

8. Anordnung zum Bearbeiten, wie Sprit zgieBen, Kon- 
ditionieren, Met alii sieren, Lackieren und Inspizieren 
von scheibenartigen In formation stragern in der Daten- 
tragertechnik wie CD-Audio, CD-R, CD-ROM, DVD 
(Digitale Versitale Disc), DVD-R, DVD-RAM, CD- 
RW (CD-Re Writables), MD (Mini Disc), MD-MO und 
dergleichen, aufweisend eine Vorrichtung nach den 
Anspruchen 1 bis 7. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspruche 50 

1. Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von 
scheibenartigen Substraten (4) in der Datenspeicher- 
technik, bzw. von Informationstragern mittels Spritz- 
guBmaschine (1), Multilayer-Metallisiermaschine (12), 55 
Schutzlackier- und Inspektionssystem (10), welche 
ohne Ubergabehandling direkt ab der SpritzguBma- 
schine (1) von dessen Entnahmegerat (2) ubernommen 
und auf ein Kuhlrad (3) zur Kondiuonierung der Sub- 
strate (4) ubergeben werden und nachfolgend wie- 60 
derum ohne Zwischenubergabehandling, direkt von der 
Substrataufnahnie des Kuhlrades (3) in die Multilayer- 
Metallisiermaschine (12) an deren Input-Position (6) 
abgegeben werden. Die Entnahme der metallisierten 
Substrate (4) crfolgt cbcnfalls in dcr Input-Position (6) 65 
der Multilayer-Metallisiennaschine (12), von welcher 
aus die Substrate (4) mittels nur eines Handlings von 
der Multilayer-Metallisiennaschine (12) ubernommen 
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